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Обращение, упаковка, транспортировка и использование
компонентов для поверхностного монтажа, чувствительных

к влаге при пайке методом оплавления

1 ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление компонентов для поверхностного монтажа (КПМ) привело к возникновению нового класса вопросов
качества и надежности, относящихся к повреждениям корпусов при пайке оплавлением: растрескиванию и
расслоению. В данном документе приведены стандартные уровни воздействия на чувствительные к влаге при
пайке оплавлением КПМ при пребывании их в производстве, а также требования к обращению, упаковке и
транспортировке КПМ, позволяющие избежать повреждений, связанных с влагой при пайке оплавлением.
Связанные с данным документом стандарты J-STD-020 и JEP113 определяют процедуру классификации и
требования к маркировке соответственно.

Влага, содержащаяся в окружающем воздухе, попадает внутрь негерметичных корпусов электронных компонентов
путем диффузии. Технологические процессы, применяемые для пайки КПМ на печатных платах, приводят к нагреву
всего корпуса компонента до температур выше 200°C. В процессе оплавления припоя совместное действие быстрого
расширения влаги, различия в характеристиках материалов и деградации поверхностей раздела материалов может
привести к растрескиванию корпуса и/или его расслоению по критичным поверхностям раздела внутри корпуса.

Процессами оплавления припоя, требующими внимания, являются конвекционный, конвекционный/ИК,
инфракрасный (ИК) и парофазный методы, а также применение инструментов для пайки струей горячего
воздуха. Использование процессов, связанных с погружением корпусов в расплав припоя, не рекомендуется
для большинства типов корпусов КПМ.

1.1 Цель Цель данного документа – предоставить производителям и потребителям КПМ стандартизированные
методы обращения, упаковки, транспортировки и использования чувствительных к влаге при пайке оплавлением
КПМ, классифицируемых по уровням, определенным стандартом J-STD-020. Данные методы предназначены
для предотвращения повреждения компонентов из-за абсорбции влаги и последующего воздействия температур
пайки оплавлением, приводящих к снижению выхода годных и надежности изделий. При использовании данных
процедур может быть обеспечена безопасная и бездефектная пайка с применением технологии сухой упаковки,
обеспечивающей минимальный срок хранения КПМ в герметичных сухих пакетах в течение 12 месяцев с даты
герметизации пакета.

1.2 Область применения

1.2.1 Корпуса

1.2.1.1 Негерметичные Данный стандарт относится ко всем видам негерметичных корпусов КПМ, подвергающихся
групповой пайке оплавлением при сборке печатных узлов, включая корпуса с герметизацией пластиком, а также все
прочие виды корпусов, сделанные из влагопроницаемых полимерных материалов (эпоксидные смолы, силиконовые
материалы и т.п.), подвергаемых воздействию окружающей атмосферы.

1.2.1.2 Герметичные Герметичные корпуса КПМ нечувствительны к влаге и не требуют специального обращения
для предотвращения абсорбции влаги.

1.3 Сборочные процессы

1.3.1 Групповая пайка оплавлением Данный стандарт относится к групповой пайке оплавлением конвекцией,
конвекцией/ИК, ИК и в паровой фазе. Он не относится к групповым методам пайки, связанным с погружением
корпусов компонентов в расплав припоя (например, пайка волной компонентов, расположенных с нижней стороны
платы). Такие процессы не допускаются для многих типов КПМ и не предусмотрены стандартами по требованиям к
ним, которые использовались в качестве основы для данного документа.
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